
한국기계가공학회지 제 권 제 호, 15 , 5 , pp.25 30(2016.10) ISSN 1598-6721(Print)

Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol.15 No.5, pp.25~30(2016.10) ISSN 2288-0771(Online)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

http://dx.doi.org/10.14775/ksmpe.2016.15.5.025

Copyright The Korean Society of Manufacturing Process Engineers. This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License
(CC BY-NC 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

서 론1.

컴퓨터의 보 과 사용이 증가함에 따라 많은 컴

퓨터 회로가 기계나 자동차 등 여러 곳에서 쓰이

면서 컴퓨터 내부 회로의 앙처리장치인 CPU의

발 을 도모해왔다. CPU는 컴퓨터의 앙처리장

치로써 처리속도 발열 력소모 등과 련된 핵, ,

심요소이다. CPU의 열 방출을 빠르게 한다면

CPU는 정상상태로 오래 사용할 수 있다 이같이.

CPU의 발열문제는 컴퓨터가 발 해오면서 항상

이슈되었던 요소이다
1-3)

이러한 발열문제는 컴퓨.

터 본체가 고장을 일으키게 하는 요한 문제로

등장되고 있다 따라서 본 연구에서는 기계 는.

자동차의 컴퓨터 회로 내부의 방열판 형상 변화에

따른 열 해석을 통하여 방열판 형상에 따라 얼마

나 더 빠른 열 방출이 이루어질 수 있는지를 확인

해보았다 본 연구의 결과는 앞으로 제작되는 방.

열판이 이 연구에서 해석된 결과를 토 로 더욱

효율적인 열 방출을 하기 위한 방열판의 형상 설계에 한
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ABSTRACT

This study investigates the heat transfer due to a change in the shape of a radiator panel inside a
computer. As with models of radiator panels, models have the same surface areas. As the gap between heat
transfer surfaces in model 1 becomes wider than those in model 2, the heat transfer at model 1 becomes
smoother than that of model 2. By comparing the cooling processes between models 1 and 2 with respect to
natural convection, a maximum temperature of 47.432℃ at model 1 becomes lower than that of model 2, at
49.821℃. Within the radiator panel, model 1 has been shown to be more effective than model 2.
Accordingly, these results can be effectively applied to the shape design of radiator panels to imbue them
with smoother and faster heat transfer through the finite element method.
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빠른 열 방출이 가능한 방열판을 만드는데 도움이

될 것이라고 사료되며4-5) 기계 는 자동차의 컴,

퓨터 회로 내부의 방열판을 설계할 시 그 형상에,

변화를 주어 더욱 효율성 있는 방열판을 제작하는

데에 유용하게 활용될 수 있다고 사료된다6-13).

연 모델 및 해석결과2.

연 모델2.1

본 연구에서는 동일재료로서 같은 물성치와 표면

을 가지지만 형상이 서로 다른 Model 1과 Model

2를 3D 모델로 설계하 고 두 모델을 가지고 해석,

을 실시하 다. Fig. 1은 Model 1과 Model 2의

Mesh들에 한 형상들을 나타낸다. Model 1과

Model 2의 물성치는 Table. 1에서 볼 수 있다5).

(a) Model 1

(b) Model 2

Fig. 1 Mesh configurations of models

Table 1 Material property

Young's Modulus(GPa) 200

Poisson's Ratio 0.3

Density(kg/mm) 7.85×

Thermal Conductivity(W/mm )․℃ 6.05×

Specific Heat(J/Kg )․℃ 434

Convection Coefficient(W/mm2 )․℃ 5×

모델의 경계조건2.2

방열판은 CPU의 상단과 방열판의 하단이 맞닿아

있어 맞닿은 부분을 통해 열이 달된다 방열판의.

하단부 맞닿은 부 에 60℃의 열을 가해 보았다.

Fig. 2와 Fig. 3은 각각 Model 1과 에 하Model 2

여 열을 가하는 경계조건과 자연 류로 열을 방출

하는 경계조건에 한 그림들을 나타낸다 따라서.

본 연구에서는 기에는 정상 상태에서의 열 달

조건으로서 열을 가하여 해석하 고 시간에 따른

천이 조건으로서 열을 가하지 않고 자연 류로 열

을 방출하는 과정으로 해석하 다. Convection 경계

조건은 열 발생부 와 판을 제외한 나머지부분을

경계조건으로 주었으며 면의 개수는 다르지만 표,

면 은 0.034m2로 같다.

(a) Temperature condition
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(b) Convection condition

Fig. 2 Thermal conditions at model 1

(a) Temperature condition

(b) Convection condition

Fig. 3 Thermal conditions at model 2

해석결과2.3

Fig. 4와 는Fig. 5 Model 1을 300 동안 자연

류에 의하여 식는 과정을 보여 다. Model 1의 온

도는 최 47.432℃와 최소 46.104℃를 나타내고 있

다 열 유속은 간 원형 빔에서 아래쪽에서 올라.

온 열이 쪽으로 빠르게 움직이는 모습을 보이고

단 면 당 최 2.7072×10-3W 와 최소

1.9304×10-5W이다 마찬가지로. Fig. 6과 Fig. 7은

Model 2의 결과인데 온도는 최 49.821℃이고 최

소 49.353℃ 이다 열 유속은 단 면 당 최.

1.6417×10-3W 최소, 7.7506×10-6W이다.

Fig. 4 Temperature of model 1

Fig. 5 Total heat flux of model 1
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Fig. 6 Temperature of model 2

Fig. 7 Total heat flux of model 2

(a) Model 1

(b) Model 2

Fig. 8 Temperature due to time at models of and 2

(a) Model 1

(b) Model 2

Fig. 9 Total heat flux due to time at models of and 2
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Fig. 8은 Model 1과 Model 2의 시간에 따른 온

도의 그래 들이고 는Fig. 9 Model 1과 Model 2에

한 시간에 따른 열 유속의 그래 들이다.

의 그림들에서 볼 수 있듯이 가 경과된300

후에 Model 1의 최 온도는 47.432℃로 Model 2의

최 온도인 49.821℃보다 약 2.4℃정도 더 낮음을

볼 수 있고 열 유속에서도 Model 1이 Model 2보다

약 0.0011 W/mm2만큼 큰 것을 알 수 있다 이로써.

같은 표면 을 가지고 같은 재료로 만든 Model 1과

Model 2는 모양이 다름으로 인하여 열 방출에서

서로 다름을 알 수 있다. Model 1의 경우가 Model

2보다 열을 방출하는 부 의 간극을 많이 둠으로써

공기를 빠르게 열 달이 이 져 보다 더욱 효율

으로 열 달을 할 수 있을 것으로 사료된다.

결 론3.

본 연구에서는 기계 는 자동차의 컴퓨터 회로

내부에서의 방열판의 형상 변화에 따른 열 해석을

통하여 다음과 같은 해석 결과를 보았다.

1. 표면 이 같은 두 모델이 열 달하는 부 사

이에 간극을 많이 둠으로써 원활한 열방출이 가

능하다.

2. Model 1과 Model 2의 300 동안 자연 류에

의해 식는 과정을 보면 Model 1의 최 온도는

47.432℃로서 Model 2의 최 49.821℃보다 낮

은 온도 값을 나타냈다.

3. Model 1의 형상과 같이 방열판을 디자인한다면

다른 분야에서도 더욱 효과 으로 열을 달할

수 있는 방열판 설계가 가능할 것이다.

4. 본 연구를 유한요소법을 통해 방열판 설계에 응

용한다면 더욱 원활히 열을 달할 수 있는 방,

열판 설계에 유용하게 활용될 것으로 사료된다.
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